
[bookmark: _GoBack]附件1：
新旧版标准主要差异及试验要求
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]一、GB/T 4588-2025与GB/T 4588.1-1996、GB/T 4588.2-1996的主要差异
	旧版标准章节
	名称
	旧版标准要求内容
	新版标准章节
	新版标准要求内容

	无
	修改标准
名称
	无金属化孔单双面印制板分规范、有金属化孔单双面印制板分规范
	无
	单、双面刚性印制板分规范

	无
	增加
应用等级
	无应用等级要求 
	4
	按使用场景分为：1级（一般电子产品）、2级（耐用电子产品）、3级（高可靠性电子产品）

	无
	增加材料
要求
	无要求 
	5.3
	要求印制板所使用的材料应符合GB/T 4725等材料规范和采购文件的要求

	无
	增加设计
要求
	无要求
	5.4
	要求印制板应符合GB/T 4588.3等相关设计规范的要求

	表I
	目检
	对一致性、识别符号、外观和加工质量、金属化孔、导线上的缺陷、导线之间的残粒等外观要求进行了描述
	5.5
	[bookmark: OLE_LINK11]对导线外观、板的外观、孔的外观的要求进行了说明，并规定了检测的方法

	
	尺寸检验
	对板的尺寸、印制插头部位厚度、孔、槽、缺口、导线宽度、导线间距、孔与连接盘不同轴度、孔中心位置偏差要求进行了定义。
	5.6
	对外形尺寸、板厚、孔径公差、槽、槽口尺寸、导体图形、印制插头、连接盘等尺寸要求进行了说明

	
	互联电阻
	电阻应符合有关规范的要求（仅适用于GB/T 4588.2）
	5.7.1
	测量导线电阻，阻值要求供需双方确定

	
	绝缘电阻
	[bookmark: OLE_LINK8]进行96小时稳态湿热处理后测量绝缘电阻，绝缘电阻值符合相关能力详细规范要求
	5.7.2，
5.10.2
	交收态:不小于108欧姆，湿热处理后1，2级产品不小于108欧姆，3级产品不小于5×108欧姆（试验过程施加偏压：100V）； 
2级产品需进行168小时湿热处理，3级产品需进行160小时的交变湿热（试验过程施加偏压：100V）

	
	剥离强度
	在常温下测量剥离强度
	5.8.1
	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK12]在标准大气条件下进行剥离强度，对于18μm铜箔，导线剥离强度应不小于1.0N/mm

	
	拉脱强度
	在焊接操作后
	5.8.2
	经过三次模拟返工后拉脱强度不小于50N/mm2（标准原文拉脱强度不小于50N/mm2，实际测试中这个要求是不可能达到的，因此建议按旧版的除酚醛材料拉脱力为40N外其余材料为50N更为合理）

	
	翘曲度
	曲率半径符合能力详细规范要求
	5.8.5
	按GB/T 4677-2002 7.3 12b方法进行检测，判定要求按供需双方商定

	表I
	镀层附着力
	胶带法（仅针对镀层），应无鼓泡或脱落痕迹
	5.8.4
	胶带法（针对阻焊层，文字油墨及镀层），应无脱落现象

	
	镀层厚度
（印制
接触片）
	厚度符合相关规范要求
	/
	无要求

	
	可焊性
（验收态）
	[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]235℃，可焊：2s内润湿，半可焊：5~6s后不应有半润湿现象
	[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]5.8.6
	[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK13]235+50℃，金属化孔孔壁和连接盘应呈现良好的润湿性，焊料应覆盖金属化孔润湿整个孔壁，并向孔周围扩展润湿整个焊盘。试样表面大于95%的区域应润湿，且试样不应有分离，导电图形不应有任何其它形式的损坏（标准中未有明确的浸入时间要求）。

	
	可焊性
（加速老化后）
	235℃，可焊：2s内润湿，半可焊：5~6s后不应有半润湿现象（老化条件见GB/T 4677-2002 8.2.3.2）。
	
	当产品采购文件中有需要再进行相应老化，老化条件按GB/T 4677-2002 9.4，235+50℃，金属化孔孔壁和连接盘应呈现良好的润湿性，焊料应覆盖金属化孔润湿整个孔壁，并向孔周围扩展润湿整个焊盘。试样表面大于95%的区域应润湿，且试样不应有分离，导电图形不应有任何其它形式的损坏（标准中未有明确的浸入时间要求）。

	
	耐溶剂及焊剂性
	应无：鼓泡或分层，阻焊层或印料区域不规则的脱落，溶解，明显变色
	5.9.1
	试样的基材、阻焊层、绝缘层、标记层均不应有起泡、分层、溶解、明显变色、标记缺失和无法辨认等现象。

	表II
	耐电压
	应没有火花放电（试验电压由企业确定）
	5.7.3
	当间距不小于80μm时施加500V交流电压，时间60+300s,当间距大于80μm时施加250V交流电压，时间30+300s。不应有飞弧、击穿、闪络现象(标准原文描述间距为80mm，实际应为μm更为合理)

	/
	开路和短路
	无要求
	5.7.4
	测试电阻≥10欧姆应视为开路，测试电阻≤2M欧姆应视为短路

	[bookmark: _Hlk221393752]/
	涂层硬度
	无要求
	5.8.3
	涂层（阻焊）硬度应不低于4H

	/
	可燃性
	无要求
	5.9.2
	可燃性应不低于所使用的覆铜箔层压板的阻燃等级

	/
	清洁度
	无要求
	5.9.3
	离子污染应不超过1.56μg/cm2氯化钠离子当量

	/
	  热应力
	无要求 
	5.10.1
	[bookmark: OLE_LINK7]无金属化孔板承受260℃+5℃，8s浮焊，有金属化孔板承受288℃+5℃，10s浮焊

	/
	温度冲击
	无要求
	5.10.3
	按供需双方商定的条件及评定要求进行




二、单、双面刚性板自愿性认证新旧版标准换版试验要求
	变更内容
	涉及条款
	新、旧版标准差异说明
	补充试验说明

	新标准中对绝缘电阻测试增加了不同等级的测试条件及评定要求
	  5.7.2，
5.10.2
	[bookmark: OLE_LINK14]旧标准所有产品统一进行96小时稳态湿热处理，新标准需根据产品等级来确定湿热处理条件，1级产品进行96小时湿热处理，2级产品需进行168小时湿热处理，3级产品需进行160小时的交变湿热后测量绝缘电阻，且1，2，3级产品在湿热处理过程中均要施加100Vdc的偏压
	需企业确定产品等级，根据等级来确定补测条件

	新标准中对于可焊性测试明确要求当采购文件中有老化要求，需在加速老化后评估可焊性
	5.8.6
	因客户没有明确的老化要求，以往认证不做老化处理
	如果企业产品的采购文件中有老化要求，需补测加速老化后可焊性试验，老化条件需经企业确认

	修改拉脱强度测试方法
	5.8.2
	旧标准对于前处理没有明确的要求，新标准要求在测试前需经过三次模拟返工（7次270℃热冲击）
	补测拉脱强度

	增加涂层硬度测试要求
	5.8.3
	旧标准无此测试项目
	补测涂层硬度试验

	增加清洁度测试要求
	5.9.3
	旧标准无此测试项目
	补测清洁度试验

	增加热应力测试要求
	5.10.1
	旧标准无此测试项目
	补测热应力试验

	增加温度冲击测试要求
	5.10.3
	旧标准无此测试项目
	按企业要求来决定是否需要补测温度冲击试验（当产品采购文件中有要求时进行，测试条件及判定要求需企业提供）
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